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筆者らは、多品種少量生産形態に対応した露光技術として、従来のクロムマスクの代わりに透過型液晶ディスプレイ

（LCD）を用いるレチクルフリー露光技術について検討を行ってきた。本報告では、実際に回路の設計を行い、レチクル

フリー露光方式を用いた製造プロセスにより集積回路を作製した実証検証結果について報告する。4層マスクのnMOSト

ランジスタプロセスを想定し、4ビット乗算器やリングオシレーター、その他のテスト回路、およびアライメントパターン

を配置して CAD設計を行った。設計したデータは、LCDに表示させるためのビットマップデータに変換し LCDに表示

させる。LCDをステッパーのレチクルフォルダーに導入し、変換したデータを表示させ露光を行う。露光後、加工プロセ

スを経て、再度ステッパーに導入し、あらかじめ配置していたアライメントパターンを用いてグローバルアライメントに

よる重ね合わせ露光を行った。LCDで表示させたアライメントマークを自動的に検出し、グローバルアライメントが可能

であることが確認され、レチクルフリー露光技術を用いて集積回路が製造できることが確認された。また、設計データか

ら露光データを得るまでに概ね数分以内で完了することから、レチクル作製を行う場合に比較して、圧倒的に短期間にパ

ターン転写が可能であるといえる。 
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